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(57) Abstract

The description relates to a process for manufacturing an at least two-layer printed circuit with a base plate, a first conduc-
tor plane with contact areas (pads) and a second conductor plane with connecting areas (solder eyes) in which a conductive film
with an adhesive layer is laminated on the base plate with the first conductor plane and the pads, whereby the adhesive layer and
the conductive film has holes corresponding to the pads of the first conductor plane. The perforated conductive film with the
adhesive layer is pressed on the base plate with the first conductor plane at a pressure of 50 to 150 bar and a temperature of at
least 80 °C and thus laminated, whereby the contact areas of the first conductor plane are caused at least partially to bulge
through the holes in the adhesive layer towards the surface of the connecting areas of the second conductor plane so that the sur-
faces of the connecting areas are at a distance from the surface of the connecting areas of the second conductor plane which is
shorter than the thickness of the connecting areas. The second conductor plane with the connecting areas (solder eyes) is then pro-
duced from the conductive film, whereby the solder eyes of the second conductor plane border the holes in the adhesive layer,
whereupon the pads of the first conductor plane can be electrically connected to the corresponding solder eyes in the second con-
ductor plane by soldering or by the application of a conductive paste. .




(57) Zusammenfassung Es wird ein Verfahren zur Herstellung einer zumindest zweilagigen gedruckten Schaltung mit einer

Tragerplatte, einer ersten Leiterebene mit Kontaktflichen (Pads) und einer sweiten Leiterebene mit Anschluffléachen (Lotaugen)
beschrieben, bei dem auf die Tragerplatte mit der ersten Leiterebene und den Kontaktfldchen (Pads) eine mit einer Kleberschicht
versehene leitende Folie aufkaschiert wird, wobei die Kleberschicht und die leitende Folie Lécher aufweisen, die mit den Kon-
taktflichen (Pads) der ersten Leiterebene korrespondieren. Die mit der Kleberschicht versehene, gelochte leitende Folie wird mit

der die erste Leiterebene aufweisenden Tragerplatte bei einem Druck von 50 bis 150 bar und bei einer Temperatur von mindes-

tens 80 °C verpret und dabei kaschiert, wobei die Kontaktflichen der ersten Leiterebene wenigstens partiell durch die Lacher
berfliche der AnschluBflichen der zweiten Leiterebene gewolbt werden, so daB die Oberfld-

der Kleberschicht in Richtung der O
stand zur Oberfliche der AnschluBflichen der zweiten Leiterebene aufweisen, der klei-

chen der Kontaktflichen jeweils einen Ab:
ner ist als die Dicke der Anschluflichen. Anschlie8end wird aus der leitenden Folie die zweite Leiterebene mit den Anschluffla-
chen (Ltaugen) erzeugt, wobei die Anschlugfléichen (Lotaugen) der zweiten Leiterebene an die Locher in der Kleberschicht

angrenzen, wonach die Kontaktflichen (Pads) der ersten Leiterebene mit den korrespondierenden AnschluBflachen (Lotaugen)
der zweiten Leiterebene durch die Locher der Kleberschicht durch Loten oder durch Auftragen einer leitfahigen Paste elektrisch

leitend verbunden werden konnen.
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Verfahren zur Herstellung einer gedruckten Schaltung sowie
gedruckte Schaltung

Technisches Gebiet
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer

mehrlagigen, d.h. sumindest zweilagigen gedruckten Schaltung
entsprechend dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Weiterhin ist
Gegenstand der vorliegenden Erfindung eine wenigstens zweila-
gige gedruckte Schaltung entsprechend dem Oberbegriff des

Anspruchs 7.

Mehrlagige gedruckte Schaltungen mit zwei oder mehr untereinan-
der durch Durchkontaktierungen verbundene Leiterebenen werden
in der Elektronik-Industrie in grofiem Umfang eingesetzt.
Gedruckte Schaltungen mit mindestens drei Ebenen werden als

Multilayer bezeichnet.

stand der Technik

Zur Erzeugung elektrisch leitender Verbindungen zwischen den
einzelnen Leiterebenen von mehrlagigen gedruckten Schaltungen
sind Verfahren zur elektrisch-chemischen Metallisierung (Durch-
kontaktierung) von 2zuvor gebohrten oder gestanzten Léchern
bekannt. Diese Art der Durchkontaktierung wird normalerweise
nur bei Epoxidharz-Glas-Laminaten angewendet und ist technisch

juBerst aufwendig und daher teuer.

Bei zweilagigen gedruckten Schaltungen aus beidseitig kupferka-

schierten Basismaterialien ist es bekannt, die elektrisch lei-

tende Verbindung von Leiterbahnen der beiden Ebenen durch Ein-

driicken einer elektrisch leitenden Paste in zuvor gebohrte
Lécher herzustellen. Die Leitpaste wird anschliefend unter Ein-
wirkung htherer Temperaturen ausgehdrtet. Dieses Verfahren lei-

~det .an mangelnder guverlissigkeit der Kontaktierung.

Aus. der DE-2A-15 40 249, der EP-A2-0 137 279 und der FR=-A-
1.464.288 sind jeweils Verfahren bekannt, bei denen auf eine
Trigerplatte eine weitere, relativ diinne Leiterplatten-Lage aus
einer Tragermaterialschicht mit fertig gedtztem Leiterbild auf-
gebracht wird. Die elektrisch leitende Verbindung der Kontakt-



10

15

WO 93/09655 PCT/EP92/02507

2

bzw. AnschluBflédchen der einzelnen Ebenen erfolgt durch Ldten,
h wvon Bauteil-Anschluf-

wobei die Kontaktierung nur im Bereic
drahten erfolgt. Hierdurch ist die praktische Verwendbarkeit
des Verfahrens stark eingeschrénkt.

Ein &hnliches verfahren ist aus der US-A-3,052,823 bekannt,
wobei die aufkaschierte sweite oder weitere Leiterplatten-~Lage
um Zugang zu den Rontaktflichen der jeweils

Offnungen aufweist,
darunter liegenden 1eiterebene zu erhalten. Die Kontaktierung

ndbereich dieser tffnungen, wobei

erfolgt durch LGten im Ra
nebeneinander liegende Kontakt- bzw. AnschluBstellen direkt,
verbunden werden kon-

d. h. ohne Mithilfe von Anschlufdréhten,

nen. Dieses Verfahren arbeitet nur bei Handldtung mit ausrei-
chender guverlissigkeit, SO daf sich ein groBindustrieller Ein-
satz nicht durchsetzen konnte.

r DE-B1-19 23 199 ist ein Verfahren zur Herstellung einer
Schaltungsplatte mit mindestens zwel durch isolierende Lagen

voneinander getrennten Leiterebenen bekannt, bei dem die Lei-
B. mit Loétzinn beschichteter

in den isolierenden Lagen

Aus de

terebenen punktweise mittels z.
Kontaktflecken durch Offnungen
Die Kontaktierung erfolgt durch Pressen unter

verbunden werden.
gselektivem Druck auf die Kontaktfldchen, wobel die &uBere Lage
unden wird. Ein

auf die innere Lage geprefit und mit dieser verb
shnliches Verfahren ist auch aus der Us-a-4,319,708 bekannt.
Diese Verfahren sind uBerst aufwendig und erlauben nicht die

Herstellung von mehrschichtigen Leiterplatten mit grofier

Bestiickungsdichte.

Aus der DE-Al-31 52 603 (= EP-A1-0 067 231) ist schlieBlich ein

gattungsgemdfes Verfahren bekannt, bei dem auf eine Trager-

platte mit einer ersten Leiterebene und Kontaktfl&dchen zundchst
die die Kontaktfldchen

eine Isolationsschicht aufgebracht wird,
freildft. Auf diese Isolationsschicht wird iiber eine Kleber-

schicht eine Kupferfolie aufkaschiert, wobel Kleberschicht und

Kupferfolie an den Stellen Locher aufweisen, an denen sich die
Kontaktfldchen der ersten Leiterebene befinden. Anschliefilend
wird aus der Kupferfolie durch Atzen die zweite Leiterebene mit
AnschluBflichen erzeugt, wobei die AnschluBflédchen als Loétaugen
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ausgebildet sind, die die 1ILocher in der Kleberschicht
umschlieBen. Die Kontaktierung der Létaugen mit den Kontaktfla-
chen erfolgt durch Aufbringen eines leitfihigen Materials wie
Silberleitpaste oder L&tzinn. Bei diesem Verfahren sind die
Kontaktflichen der ersten Leiterebene von den L&taugen der
zweiten Leiterebene nur durch die Dicke der Kleberschicht
getrennt. Dennoch ist ein Verbinden der Kontaktfldchen mit den
Létaugen durch automatisches Ldten, =z.B. im Wellen-Létbad,
nicht ausreichend sicher. Ein &hnliches Verfahren wird auch in

der DE-Al 27 16 545 beschrieben.

Aufgabe
Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren

entsprechend dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und eine wenig-
stens zweilagige gedruckte Schaltung entsprechend dem Ober-
begriff des Anspruchs 7 dahingehend 2zu verbessern, dafl die
elektrisch leitenden Verbindungen zwischen den Kontaktfldchen
der ersten Leiterebene und den korrespondierenden Anschluf-
flichen der zweiten Leiterebene einfach und zuverldssig erfol-

gen konnen.

parstellung der Erfindung

Die Erfindung ldst diese Aufgabe durch ein gattungsgemidBes Ver-
fahren mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 bzw.
durch eine wenigstens zweilagige gedruckte Schaltung entspre-
chend dem Anspruch 7.

zundchst wird auf eine wenigstens einseitig mit einer ersten
Leiterebene versehene Trédgerplatte eine kleberbeschichtete lei-
tende Folie unter Einwirkung eines hohen Drucks von 50 bis 150
bar, insbesondere von 80 bis 120 bar, und bei einer Temperatur
von mindestens 80 °C kaschiert. Das Verpressen erfolgt bevor-
zugt in Etagenpressen, wobei das Laminat fiir wenigsten 5 min
eine Temperatur von iiber 140 o¢ aufweisen sollte. Bei diesen
Prefbedingungen erweicht das Material der Trigerplatte, so da8
die Rontaktflichen der ersten Leiterebene wenigstens partiell,
d.h. in einem Teilbereich ihrer Flache, durch die Ldcher der
kleberbeschichteten leitenden Folie in Richtung der Oberflache
der leitenden Folie gewdlbt werden. Diese Aus- bzw. Hochwdlbung
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der Kontaktfldchen der ersten Leiterebene erfolgt nur an den
Stellen, an denen die gelochte jeitende Folie L&cher aufweist,
da an diesen Stellen beim Verpressen der Gegendruck fehlt oder

zumindest geringer ist.

Die mit der ersten Leiterebene versehene Trigerplatte kann in

an sich bekannter Weise z. B. qurch Atzen (Subtraktivverfahren)

aus einem kupferbeschichteten Laminat (Basismaterial) herge-
Es kénnen jedoch auch andere nach dem Stand der

wie Additivtechnik o. dgl., einge-

stellt werden.
Technik bekannte verfahren,

setzt werden.

Als Trigerplatte wird bevorzugt ein Laminat aus mit Harz

getrénkten Papierlagen verwendet, insbesondere Phenolharz-
Papierlaminate (FR-2), wie sie z. B. unter der Handelsbezeich-
nung Trolitax R pn 8034 von der Fa. Hiils Troisdorf AG vertrie-

Das Harz sollte bei dem Aufkaschieren der mit dem
e unter den Preflbe-

ben werden.
Kleber versehenen gelochten leitenden Foli

dingungen wenigstens SO weit erweichen, daB die gewiinschte Aus-

bzw. Hochwdlbung des z. B. Kupfermaterials der Kontaktfldchen
fkaschierten lei-

der ersten L.eiterebene durch die Locher der au
tenden Folie in Richtung der Oberfldche der leitenden Folie

bzw. AnschluBfléchen der zweiten Leiterebene méglich wird.

pie eine Kleberschicht aufweisende, gelochte leitende Folie
wird nach einer bevorzugten ausfithrungsform der Erfindung
unmittelbar, d. h. ohne zusidtzliche Isolationsschicht, auf die
die erste Leiterebene aufweisende Trigerplatte kaschiert. Der
Kleber bildet dabei die einzige Isolierung (Isolationsschicht)
zwischen der ersten und der zweiten Leiterebene.

Nach einer bevorzugten Ausfithrungsform der Erfindung wird als

Kleber ein heiBerweichbarer Acrylat-Kleber verwendet. Bevorzugt

weist die Kleberschicht eine Dicke von 20 bis 150 ,um, insbe-
sondere von 35 bis 60 /umvauf. Es hat sich iiberraschend heraus-
daB der Isolationswiderstand zwischen der ersten und

gestellt,
trotz der &uBerst geringen stirke der

der zweiten Leiterebene
Kleberschicht auch an Kreuzungspunkten der Leiter vodllig aus-
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5
reichend ist. Der Kleber weist bevorzugt eine Glasiibergangstem-

peratur von 50 - 70 °C auf.

pie eine Kleberschicht aufweisende leitende Folie wird z. B.
durch Stanzen an den Stellen mit einem Loch versehen, an denen
spidter eine Kontaktierung, d. h. eine jeitende Verbindung, zwi-
schen den Kontaktfldchen der Leiter der ersten Ebene und einer
AnschluBfliche eines Leiters der zweiten Ebene erfolgen soll.
Die Ldcher sind bevorzugt kleiner als die korrespondierenden
Kontaktflichen der ersten Leiterebene, wobei die Flidchen der
Lécher - in der Projektion gesehen - nach dem Aufkaschieren des
Schichtstoffes jeweils vollstindig innerhalb der Fldchen der

korrespondierenden Kontaktfldchen liegen.

Nach dem Stanzen der kleberbeschichteten leitenden Folie wird
diese auf der mit der ersten Leiterebene versehenen Trager-
platte fixiert, z. B. durch einige Klebepunkte im Randbereich.
AnschlieBend wird die gelochte jeitende Folie mit der Trédger-
platte laminiert. Das Laminieren des gelochten Schichtstoffes
mit der Trédgerplatte erfolgt bevorzugt bei einer Temperatur
oberhalb der Glasiibergangstemperatur Tg des Harzes der Tréiger-
platte, insbesondere bei einer Temperatur von 140 bis 180 °C.
Das hierdurch erzielte Auswdlben der Kontaktflachen der ersten
Leiterebene in die Ldcher der aufkaschierten kleberbeschichte-
ten leitenden Folie begiinstigt entscheidend das spédtere elek-
trisch_leitende Verbinden der Kontaktfldchen der ersten Leiter-
ebene mit den Anschlufifldchen der zweiten Leiterebene, soO daB

dieée Verbindung insbesondere durch automatisches L&ten, bei-

spielsweise in einem Wellen- bzw. Schwall-Ldtbad, mit hoher
guverlissigkeit erfolgen kann. Nach dem Verpressen betridgt der
Abstand zwischen der Oberfliche der Kontaktfldchen (an deren
héchster Erhebung) zu der Oberflichen-Ebene der leitenden Folie
weniger als die Dicke der leitenden Folie, bevorzugt weniger

" als die halbe Dicke der leitenden Folie und insbesondere weni-

ger als 10 ,um.

Nach dem Laminieren wird z. B. in an sich bekannter Weise aus
der leitenden Folie die obere Leiterebene gedtzt, so daf ledig-
lich das obere Leiterbild mit den Anschluffldchen von der lei-
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tenden Folie iibrig bleibt. An den Stellen, an denen die lei-
tende Folie die Lécher aufweist, pefinden sich die Anschluffléa-

chen der oberen Leiterebene, die die Locher des aufkaschierten
Schichtstoffes zumindest beriihren und bevorzugt ganz um-=
schliefen und somit jeweils ein Lotauge bilden. Durch die Ldt-

augen-Locher und die Locher in der Kleberschicht werden die

darunter liegenden Kontaktflidchen der ersten Leiterebene sicht-

bar.

ge gedruckte Schaltung nach dem

Bevorzugt wird die mehrlagi
Atzen in an sich bekannter Weise mit einem L&tstopplack verse-
d anschlieBfend automa-

Hen, gebohrt bzw. gestanzt, bestiickt un
tisch verlétet. Dabei wird der Létstopplack soO auf die zweite
daB von den AnschluBflichen der zwei-
t+ Lot benetzbare Flidche ausge-
B. die

Leiterebene aufgebracht,
ten Leiterebene jeweils eine mi
spart wird. Diese Flichen ohne Ltstopplack weisen z.
das den durch das Loch in der Kleber-

Form eines Lotauges auf,
der ersten Leiter-

schicht sichtbaren Teil der Rontaktfldchen
Hierdurch wird eine pesonders zuverldssige
hen mit den AnschluBfldachen erreicht,
f beide Fléichen . (Kon-

ebene umschlieBt.
Verbindung der Kontaktflac
da sich das fliissige Lot gleichmidBig au
taktfldchen und AnschluBfldchen) verteilt.

Beim Verldten werden die Kontaktflichen der ersten Leiterebene
an jenen Stellen, an denen die aufkaschierte kleberbeschichtete

leitende Folie die Ldcher aufwies, mit den korrespondierenden

AnschluBflédchen der zweiten Leiterebene elektrisch leitend ver-

kann das elektrisch jeitende Verbinden der KXon-
iterebene mit den korrespondierenden
h durch Auftragen
einer

bunden. Ggf.
taktflichen der ersten Le
Anschlufflichen der gweiten Leiterebene auc
und Aushirten einer elektrisch leitenden Paste, z. B.

Silberpaste, erfolgen. Eine Verbindung durch L&ten ist jedoch

preiswerter und daher bevorzugt.

Da nicht ganz ausgeschlossen werden kann, daf beim Laminieren
der eine Kleberschicht aufweisenden, gelochten leitenden Folie
mit der Trigerplatte eine geringe Menge des .Klebers in die
L&cher in der leitenden Folie eindringt und damit die Kontakt-

flichen der ersten Leiterebene teilweise bedeckt, wird mnach
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einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung vorgeschlagen,
Lécher durch die Trédgerplatte innerhalb der Anschlufifléchen
bzw. LStaugen der oberen Leiterebene vorzusehen. Diese Lécher,
z. B. mit einem Durchmesser von 0,7 mm, durchdringen somit die
Anschlufflichen bzw. Ldtaugen der oberen (zweiten) Leiterebene,
die Kontaktflichen der ersten Leiterebene sowie die Trédger-
platte vollsténdig. Beim L&ten im Wellen- Dbaw. Schwall-Ldtbad
kann der zumindest teilweise durch die hohe Temperatur des
Lotes vergasende Kleber-Rest durch diese Entgasungsldcher auf
die gegeniiberliegende Leiterplatten-Oberflédche abgeleitet wer-
den. Hierdurch kann die Zuverlédssigkeit der L3tverbindung wei-

ter gesteigert werden.

Das erfindungsgemdfe Verfahren ermdglicht in iiberraschend ein-
facher und kostengiinstiger Weise die Herstellung von mehrlagi-
gen gedruckten Schaltungen mit einer ersten Leiterebene und
einer hiervon durch eine Kleberschicht getrennten zweiten Lei-
terebene, wobei die erste Leiterebene Kontaktflichen (Pads) und
die zweite Leiterebene hierzu korrespondierende Anschlufifldachen
(Ldtaugen) aufweisen und wobei die Kontaktflichen und die kor-
respondierenden AnschluBflichen miteinander elektrisch leitend
verbunden werden kdnnen. Dadurch, daB die Kleberschicht an den
Stellen, an denen die Kontaktfldchen mit den korrespondierenden
AnschluBflichen miteinander elektrisch leitend verbunden wer-
den konnen, Locher aufweist, durch die die Kontaktfldchen der
ersten Leiterebene wenigstens partiell in Richtung der Oberfla-
che der Anschluffldchen der zweiten Leiterebene gewdlbt sind,
und daB die Oberfldchen der Kontaktflichen jeweils einen
Abstand zur Oberfldche der AnschluBflichen der zweiten Leiter-
ebene aufweisen, der kleiner ist als die Dicke der Anschluf-
flichen, werden auch durch automatisches L&ten elektrisch lei-
tende Verbindungen mit besonders hoher Zuverldssigkeit

erreicht.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Ldcher der Isolations-
schicht kleiner sind als die korrespondierenden Kontaktflédchen
der ersten Leiterebene und wenn die Flichen der Locher - in der
Projektion gesehen - jeweils vollsténdig innerhalb der Fléchen

der korrespondierenden Kontaktfldchen liegen.
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Soweit in dieser Beschreibung von einer ersten und einer zwei-

wird, schlieft dieses ein, daB auch

ten Leiterebene gesprochen
weitere Leiterebenen in entsprechender Weise aufgebracht werden

kdnnen. Weiterhin ist es mdglich,
ferkaschierten Trﬁgerplatten—Material auszugehen,
einseitige Beschichtung mit einer leitenden Folie zu einer ins-

gesamt dreilagigen Schaltung oder durch beidseitiges Aufbringen

jeweils einer leitenden Folie zu einer vierlagigen gedruckten

von einem beidseitig kup-
um so durch

Schaltung zu gelangen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

pie Erfindung wird nachfolgend anhan
spiels sowie der Zeichnung néher erldutert.
Figur 1 eine Trigerplatte mit der ersten Leiterebene im

Schnitt,

d eines Ausfithrungsbei-
Es zeigen dabei

Figur 2 eine Aufsicht auf die Trigerplatte gemaf
Fig. 1,

Figqur 3 die gelochte leitende Folie mit Kleberschicht im
Schnitt,

Figur 4 die Trigerplatte mit darauf fixierter gelochter lei-

tender Folie im Schnitt,

Figur 5 eine  Aufsicht auf die  Trégerplatte gem#B

Fig. 4,
Figqur 6 einen Schnitt durch die Leiterplatte nach dem Lami-
nieren,

Figur 7 einen Schnitt durch die Leiterplatte nach dem Atzen

der oberen leitenden Folie,
Figur 8 einen Schnitt durch die Leiterplatte nach Aufbringen
des Lotstopplacks,

Figqur 9 einen Schnitt durch die pestiickte und geldtete zwei-

lagige gedruckte Schaltung,
wobei die Fig. nicht maBstéblich dargestellt sind.

Bester Weg zur Ausfiihrung der Erfindung -

In dem nachfolgend dargestellten aAusfithrungsbeispiel der Erfin-
' von einem handelsiiblichen ein-
material mit 35 ,um Kupferbe-
ist . unter der

dung wird zundchst ausgegangen
seitig kupferkaschierten. Basis

schichtung. Dieses Basismaterial ‘(Laminat)

Bezeichnung Trolitax R pn 8034 von der Fa. Hiils Troisdorf AG
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lieferbar. Das Laminat besteht aus einer Trégerplatte 2 auf
Basis von Phenol-Hartpapier, einer Kleberschicht 3 sowie einer
Kupferfolie 4. In an sich bekannter Weise wird durch Atzen aus
dem Laminat eine Leiterplatte 8 mit einer (ersten) Leiterebene
7 mit Leiterbahnen 5 und Kontaktfldchen (Pads) 6 hergestellt

(Fig. 1).

Aus Figur 2 ist ersichtlich, daB die Kontaktflichen 6 etwa
kreisférmige oder ovale Form aufweisen. Die genaue Form dieser
Kontaktfldchen 6 ist unkritisch, da nur die Form der L&cher 12
in der kleberbeschichteten gelochten Kupferfolie 9 die spétere
Form der 1&tbaren Kontaktfldchen 6 bestimmt.

Zur Herstellung der eine Kleberschicht aufweisenden, gelochten
leitenden Folie wird eine Kupferfolie 11 einer Stdrke von 35
/um mit einer Kleberschicht 10 einer Stdrke von 40 ,um verse-
hen. Als Kleber wird ein handelsiiblicher Acrylat-Kleber einge-
setzt, der in den B-Zustand (an-)gehdrtet wird, wobei eine
Glas (iibergangs)temperatur Tg von 60 °C eingestellt wird. Wich-
tig ist, daB der die Kleberschicht 10 bildende Kleber nur SO
weit vernetzt, daB eine ausreichende Klebfdhigkeit bestehen
bleibt, um eine ausreichende Lagenbindung im spédteren Laminat 1
zu erreichen. Andererseits sollte der Kleber eine geniigend hohe
viskositit aufweisen, um beim Verpressen ein Austreten des Kle-
bers in die Ldcher 12 der Kupferfolie 11 weitgehend zu unter-

‘driicken.

Die mit der Kleberschicht 10 versehene Kupferfolie 11 (leitende
Folie) wird anschliefend mit einem Stanzwerkzeug gelocht, so
daB an jeder Stelle, an der eine Kontaktierung 17 zwischen den
Kontaktfldchen 6 der ersten Leiterebene 7 und den entsprechen-
den AnschluBffldchen 16 der zweiten Leiterebene 19 vorgesehen
ist, ein Loch 12 durch die kleberbeschichtete Folie 9 gestanzt
wird. Die Ldcher 12 weisen eine kreisfdrmige Form auf, wie ins-

besondere aus Figur 5 zu erkennen ist.

Der gestanzte Folie 9 (Fig. 3) wird anschlieBend paBgenau auf
die gedtzte Leiterplatte 8 gelegt, durch einige Klebepunkte
fixiert und in einer Etagenpresse bei einem Druck von 100 bar
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verpreft. Die Presse wird dabei auf eine Temperatur von ca.
160 °C beheizt. Das aus der gedtzten Leiterplatte 8 und der
gebildete Laminat 13 wird beim Verpressen
20 min auf 160 °C erwarmt.
g des prucks innerhalb

gestanzten Folie 9
durch Wirmeleitung innerhalb von ca.
AnschlieBend wird es unter Beibehaltun

von weiteren 30 min abgekiihlt.

Prefivorgangs erweicht die Kleberschicht 10 sowie

wahrend des
die Trigerplatte 2 der gedtzten Leiterplatte 8. Da an den Stel-
er 12 aufweist, der Prefdruck

len, an denen der Folie 9 die Lo6ch
fehlt oder zumindest geringer ist, werden die unter den Léchern

12 liegenden Bereiche der Kontaktfldchen 6 der ersten Leiter-
g der Oberfla-

7 durch die L&cher 12 nach oben in Richtun
che der zweiten Leiterebene 19 gewdlbt. pieser Effekt ist in

Fig. 6 gut erkennbar. Durch dieses partielle Hochwdlben der

Kontaktflichen 6 durch die Lécher 12 wird ein Eindringen des

Klebers der Kleberschicht 10 in die Lcher 12 weitgehend unter-

ebene

punden. Gleichzeitig werden die (
Kontaktflichen 6 und die Oberflédc
flichen 16 bis auf einen geringen Abstand,
die Dicke der AnschluBffléchen 16, angendhert,
tere Kontaktierung durch Loten vereinfacht wird. Beim Verpres-
sen verteilt sich der Kleber der Kleberschicht 10 in die 2wi-

schenriume zwischen den Leiterbahnen 5 und den Kontaktfldchen 6
lationsschicht 23 zwi-

hen der benachbarten AnschluB-
der geringer ist als
so daB eine spid-

der ersten Leiterebeﬁe 7, wobei eine Iso
n Leiterbahnen 5 und der RKupferfolie 1l verbleibt. Die

schen de
jeberschicht 10 von

im Ausfiihrungsbeispiel gewdhlte Dicke der K
der verwendeten Leiterdicke der ersten

40 ,um garantiert bei
um eine verbleibende Isolationsdicke von

Leiterebene 7 von 35 /
ca. 15 bis 20 jum, was 2zu einer ausreichenden Isolation fiihrt.

Je nach Hirte bzw. viskositdt des verwendeten Klebers der Kle-

berschicht 10 und des Harzes der Trigerplatte 2 konnen die Lei-
terbahnen 5 der ersten Leiterebene 7 beim Verpressen auch ganz
oder teilweise in die Oberfliche der Trégerplatte 2 eingedriickt
werden, so daB die Dicke der verbleibenden Tsolationsschicht 23

anndhernd der iirspriinglichen Dicke der Kleberschicht 10 ent-

spricht (in den Fig. nicht dargestellt).

hochgewdlbten) Oberfléchen der -

.

L 4%
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Im AnschluB an das Laminieren wird die obere Kupferfolie (lei-
tende Folie 11) in an sich bekannter Weise mit Ausnahme der
zweiten Leiterebene 19 abgedtzt, so daf von der Kupferfolie
(leitende Folie 11) lediglich die Leiterbahnen 15 und die
AnschluBfflichen 16 iibrig bleiben (Fig. 7).

Das gedtzte Laminat 14 wird anschlieBend in herkémmlicher Weise
mit einem L&tstopplack 20 versehen. Hierbei werden die oberen
Anschlufflichen 16 in der Weise begrenzt, daB sie die Form von
Létaugen einnehmen, die die durch die Ldcher 12 sichtbaren

Bereiche der Kontaktfldchen 6 umschlieBen.

Nach dem Aufbringen des L&tstopplacks 20 wird die mehrlagige
gedruckte Schaltung 1 in an sich bekannter Weise gebohrt (LG&-
cher 22), bestiickt (Fig. 8, Fig. 9) und anschlieBend im Wellen-
L&tbad automatisch verldtet. Hierbei werden einerseits die Bau-
teil-AnschluBdrihte 21 mit den oberen Leiterbahnen 15 der zwei-

ten Leiterebene 19 durch das Létzinn 18 verbunden. Die
AnschluBdrihte 21 konnen auch mit entsprechenden L&taugen der

. ersten Leiterebene verbunden werden (nicht dargestellt), soweit

die Kleberschicht 10 an den entsprechenden Stellen entweder
vorher entfernt wird oder durch ein gréfBeres Loch in der Folie

9 ausgespart wird.

In Fig. 9 ist die Kontaktierung 17 zwischen der AnschluBfléche
16 und der darunterliegenden Kontaktflache 6 durch das Lot 18
dargestellt. Ggf. kann durch eine Entgasungsbohrung 22, die die
AnschluBfliche 16, die Kontaktfldche 6 sowie die Trigerplatte 2
durchdringt, eine Verbesserung der Zuverlissigkeit der Lotver-

bindung erreicht werden.

Fiir die Zuverldssigkeit der L5t-Kontaktierung ist es wesent-
lich, daB die Oberfldche der Kontaktfliche 6 mdglichst wenig
Kleber-Reste aufweist und daf die Oberfliche der Kontaktfldche
6 méglichst weit durch die Loécher 12 der kleberbeschichteten
gelochten Kupferfolie 9 gedriickt wurden und somit anndhernd auf
dem gleichen Oberflichenniveau liegen wie die AnschluBflédchen
16. Durch Wahl der mit dem Lot 17 benetzbaren Fldche der Kon-
taktfliche 6 und der AnschluBfliche 16 wird erreicht, daf durch
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Oberflachenspannnngs-Effekte eine gleichméBige Verteilung des

1.5tzinns 18 erzielt wird.

in der die obere L.eiterebene 19 aufgebracht

In gleicher Weise,
kann auch die Riickseite der Trigerplatte

und kontaktiert wird,
2 mit einer oder zwei zusitzlichen Leiterebenen versehen wer-

den.
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Legende
1 mehrlagige gedruckte Schaltung
2 Trigerplatte
3 Kleber (erste Leiterebene)
4 Kupferschicht (erste Leiterebene)
5 Leiterbahn (erste Leiterebene)
6 Rontaktfldche (erste Leiterebene), Pad
7 erste Leiterebene
8 geditzte Leiterplatte (einseitig)
9 Folie (kleberbeschichtete gelochte Kupferfolie)
10 Kleberschicht (zweite Leiterebene)
11 leitende Folie (zweite Leiterebene)
12 Loch
13 Laminat vor Atzen
14 Laminat nach Atzen
15 obere Leiterbahn
16 AnschluBfliche (zweite Leiterebene), Lotauge
17 elektrisch leitende Verbindung, Kontaktierung
18 Létzinn
19 zweite Leiterebene
20 Lﬁtstopplabk
21 Bauteil-Anschlufidraht
22 Loch
23 Isolationsschicht
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Patentanspriiche
1. Verfahren zur Herstellung einer zumindest zweilagigen

gedruckten Schaltung (1) mit einer Trigerplatte (2), einer

ersten Leiterebene (7) mit Kontaktflichen (Pads 6) und

einer zweiten Leiterebene (19) mit AnschluBfldchen (L&tau-

gen 16), bei dem

auf die Trigerplatte (2) mit der ersten Leiterebene
(7) und den Kontaktfldchen (Pads 6) eine mit einer-
(10) versehene leitende Folie (11) bei
°oc aufkaschiert

Kleberschicht
einer Temperatur von mehr als 80
wird,

wobei die Kleberschicht (10) und die leitende
Folie (11) Loécher (12) aufweisen, die mit den
Kontaktflichen (Pads 6) der ersten Leiterebene

(7) korrespondieren,
anschlieBend aus der leitenden Folie (11) die zweite

Leiterebene (19) mit den AnschluBfflichen (L&taugen

16) erzeugt wird,
- wobei die AnschluBfldchen (Lotaugen 16) der

zweiten Leiterebene (19) an die Lécher (12) in

der Kleberschicht (10) angrenzen,
wonach die Kontaktflichen (Pads 6) der ersten Leiter-
ebene (7) mit den korrespondierenden Anschluffléchen
(L&taugen 16) der zweiten Leiterebene (19) durch die
Locher (12) der Kleberschicht (10) durch L&ten oder
durch Auftragen einer leitfdhigen Paste elektrisch
leitend verbunden werden kdnnen,

dadurch gekennzeichnet, daf
die mit der Kleberschicht (10) versehene, gelochte

jeitende Folie (11) mit der die erste Leiterebene (7)
aufweisenden Trigerplatte (2) bei einem Druck von 50
bis 150 bar kaschiert wird,

wobei die FKontaktflichen (6) der ersten Leiterebene
(7) wenigstens 'partiell durch die L&cher (12) der
Kleberschicht (10) und der leitenden Folie (11) in
Richtung der Oberfldche der leitenden Folie (11)

gewdlbt werden,
so daB - nach Erzeugung der zweiten Leiterebene (19)

mit den AnschluBfldchen (16) aus der leitenden Folie
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(11) - die Oberfldchen der Kontaktfldchen (6) jeweils
einen Abstand zur Oberfldche der Anschluffldchen (16)
der zweiten Leiterebene (19) aufweisen, der kleiner
ist als die Dicke der AnschluBflédchen (16).

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf die
Kleberschicht (10) aus einem heiBerweichbaren Acrylat-Kle-
ber mit einer Glasiibergangstemperatur Tg von 50 - 70 °C
und einer Dicke von 20 bis 150 yum, vorzugsweise 35 bis 60

Jum, besteht.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daf die Kontaktfldchen (Pads 6) der ersten
Leiterebene (7) mit den korrespondierenden AnschluBflédchen
(Létaugen 16) der zweiten Leiterebene (19) durch automati-
sches L&ten in einem Wellen-L&tbad verbunden werden.

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dafl vor
dem L&ten durch die Anschluffldchen (Lotaugen 16) und die
RKontaktflichen (6) der beiden Leiterebenen (7,19) L&cher
(22) gebohrt oder gestanzt werden, die die Trédgerplatte

- (2) durchdringen.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 Dbis 4, dadurch
gekennzeichnet, daf als Trigerplatte (2) ein Laminat aus
mit Harz getrinkten Papierlagen verwendet wird.

verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB die
mit der Kleberschicht (10) versehene, geloéhte leitende
Folie (11) mit der die erste Leiterebene (7) aufweisenden
Trigerplatte (2) unter Einwirkung eines Drucks von 80 bis
120 bar bei einer Temperatur oberhalb von 140 °C kaschiert

wird.

Wenigstens zweilagige gedruckte Schaltung (1) mit einer

ersten Leitercbene (7) und einer hiervon durch eine Kle-

berschicht (10) getrennten zweiten Leiterebene (19),

- wobei die erste Leiterebene (7) Kontaktflichen (Pads)
(6) und die zweite Leiterebene hierzu korrespondie-
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rende Anschluffléchen (LStaugen 16) aufweisen und

- wobei die Kontaktfldchen (6) und die korrespondieren-
den Anschlufflédchen (16) miteinander elektrisch lei-
tend verbunden werden kénnen,

- wobei die Kleberschicht (10) an den Stellen, an denen
die FKontaktfldchen (6) mit den korrespondierenden
anschluBfldchen (16) miteinander elektrisch leitend
verbunden werden konnen, L&cher (12) aufweist,

dadurch gekennzeichnet, das

die Kontaktfldchen (6) der ersten Leiterebene (7)
cher (12) der Kleber-

wenigstens partiell durch die LS
schicht (10) in Richtung der Oberflidche der AnschluB-

flichen (16) der zweiten Leiterebene (19) gewdlbt
sind,

- und daf die Oberfldchen der Rontaktfldchen (6)
jeweils einen Abstand zur Oberfléche der AnschluBflé-
chen (16) der zweiten Leiterebene (19) aufweisen, der
kleiner ist als die Dicke der AnschluBflichen (16).

9) zur Verwendung in einem
he 1 bis 6, mit einer lei-
f diese auf-

Kleberbeschichtete Kupferfolie (
Verfahren nach einem der 'Anspriic
tenden Folie (11) und einer unmittelbar au
gebrachten Kleberschicht (10), dadurch gekennzeichnet, daB
die Kleberschicht (10) auf Acrylatbasis eine Glasiiber-

gangstemperatur Tg von 50 - 70 °C aufweist.
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